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1. 서  론

1.1 연구의 목적
플로어링보드 중 합판에 치장재를 적층하여 만든 치장목질마루판은 국내에서 주택용 실내 바닥 마감재로 가장 많이 사용되

고 있다. 한편, 국내 주택에서의 실내 난방은 온수난방을 기본으로 하고 있지만 난방성이 우수한 반면 열효율 및 손실이 높은 
것이 단점으로 나타나고 있다. 이에 바닥마감재에서 이를 보상하고자 하는 관련 연구 등이 진행된 사례가 있으며 그 중 마루 
원자재를 통해 난방열 전달성 및 사용상 효율성 향상을 꾀하는 연구도 진행되었다[1,2]. 본 연구에서는 선행연구들의 일환으로 
마루판 시공에 사용하는 접착제를 통한 열전달성 향상 방법을 모색하고, 실험을 통한 정량적인 평가로 시공 현장에서 접착제와 
믹싱으로만 온수 난방시의 실내로 열전달 향상이 가능한 데이터 확보를 목적으로 한다.

2. 시험 방법 및 결과

2.1 시험 방법
마루판 시공에 사용하는 에폭시 접착제를 Binder로 하고 이와 혼합 시 빠른 열전달성과 고른 분포가 될 수 있도록 금속 분말 

2종(알루미늄, 동)을 첨가재로 표 1과 같이 배합하였다. 첨가와 함께 반죽 상태를 육안 관찰하며, 배합 후 굳은 시료는 60℃ 핫
플레이트 표면에서 2분 간격으로 20분간 상승, 20분간 하강 온도를 기록 하였다.

                             

그림 1. 플로어링보드 에폭시 접착 시공 단면 그림 2. 에폭시 본드(주제+경화제)     그림 3. 금속 첨가재(Cu, Al)
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시험 형상
구분

60℃ on 60℃ off
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Plain 13.2 15.6 21.9 27.2 31.3 35.9 38.4 39.6 41.1 41.4 42.2 42.4 42.5 42.6 42.7 41.8 41.1 40.2 39.3 37.8

AL
혼
합

5% 13.0 18.4 26.5 32.5 37.8 41.5 44.3 45.6 47.2 47.8 48.2 49.0 49.1 48.9 48.4 47.9 46.7 45.7 43.8 42.4

10% 13.0 17.7 24.9 30 35.1 38.6 41.0 42.8 44.6 45.4 46 46.9 47.2 47.0 46.8 46.0 45.1 43.9 42.4 41.2

15% 13.1 17.5 23.1 27.3 33.0 36.7 38.8 40.6 42.1 42.9 44.1 44.6 45.4 45.1 44.9 44.0 43.3 42.5 40.9 39.9

20% 14.1 20.6 29.0 35.0 40.4 43.3 45.2 46.6 47.7 48.4 48.8 48.7 48.8 48.2 47.4 46.0 44.5 43.3 41.8 40.1

Cu
혼
합

5% 12.7 16.3 22.5 30.0 34.8 38.6 41.8 44.0 45.4 46.6 47.9 48.6 48.9 48.9 48.4 47.4 46.1 46.0 43.8 41.7

10% 12.7 15.7 21.3 27.4 32.3 35.9 39.0 41.0 42.6 43.6 45.3 46.0 46.4 46.4 46.0 45.4 44.0 43.7 42.3 40.3

15% 13.0 16.5 22.5 29.7 34.8 38.5 41.5 43.5 45.3 46.4 47.3 48.0 47.9 48.0 47.6 46.2 44.9 44.3 43.0 40.7

20% 12.7 16.6 22.6 29.2 34.2 37.5 40.6 42.6 43.9 45.3 46.3 47.2 47.0 47.2 46.3 44.9 43.7 43.0 41.7 39.5

2.2 시험 결과
시료별 배합은 에폭시 접착제 100g에 각 첨가재를 5% 단위로 기존 기성 제품에 첨가하는 방법으로 하였다. 충분히 굳은 시

료를 핫플레이트 상부에 올려 열화상 촬영으로 시료별 표면 온도를 체크하였으며, 시료의 크기는 원주형에 65㎜×17㎜이다. 시
험결과는 표 1 및 그림 4, 5 아래와 같다.

표 1. 시험 및 결과

그림 4. Al 분말 혼합 에폭시 접착제 온도 변화 그림 5. Cu 분말 혼합 에폭시 접착제 온도 변화

3. 결  론

첨가 비율이 높을수록 반죽질기 차이는 크게 없는 것으로 나타났다. 이는 현장에서 즉시 배합 시 비닐장갑에 손으로 배합하
는 경우가 대부분이라 이와 같은 첨가량에 따른 반죽 혼합 문제는 없을 것으로 판단된다. 20분간 상승온도 평균은 Plain 31.
6℃, Al 첨가 시료 38.1℃, Cu 첨가 시료 33.7℃로써 Al 첨가 시료가 5~7℃ 높은 것으로 나타났고, 그 중 Al 20% 첨가 시료가 
평균 38.1℃로 가장 높았지만, Al 5% 첨가 시료도 36.6℃로 높은 상승 온도를 가지는 것으로 나타났다. 이는 에폭시 접착제에 
금속분말을 첨가함으로서 자체적인 열전달성 향상은 가능한 것으로 판단된다. 또한 첨가재들이 접착제 내에서 굳는 동안 가라
앉는 현상도 나타났는데, 이는 열전달성에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 사료되며, 실제 에폭시 접착제가 현장에서 2㎜ 정도의 
두께로 도포되는 것을 감안하여 향후 첨가재의 종류 다양화와 성질(비중 등), 측정방법, 열화상 측정 시 시료 두께, 접착성 등을 
다양한 상황을 적용한 후 세부적인 시험을 실시할 필요가 있는 것으로 사료된다.
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